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Digitalisierung, Vernetzung und Big Data sind Mega-
trends in der Elektronikindustrie, auf die Elektronikferti-
ger heute schnell und flexibel reagieren sollten. Riesige
Datenmengen miissen verwaltet und langzeitarchiviert
werden. Gleichzeitig steigen die Anspriiche an die Per-
formance. Mit der neuen ViICON entwickelte Rehm eine
smarte Anlagensoftware, die nicht nur fiir die optimale
Steuerung der VisionX-Serie sorgt, sondern mit zahlrei-
chen Analyse-Tools auch die Maschinenverfiigbarkeit
und Effizienz steigert
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